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摘要(译)

本发明公开了一种OLED显示器件的封装方法及封装结构，其中，封装结
构包括基板、位于基板表面的OLED元件、设置于OLED元件阴极表面的
绝缘阻隔层、设置于基板边缘的非闭合围堰胶、盖板和填充胶，非闭合
围堰胶将基板和盖板粘结起来形成有开口的OLED面板空腔，填充胶填充
于OLED面板空腔内并充满OLED面板空腔将OLED元件密封起来，由填
充胶水与围堰胶共同完成对水汽和/或氧气的阻隔，因此，本发明的封装
结构具有较好的水氧阻隔性能，同时基于压力差原理的封装方法一方面
有利于减少填充胶水缺陷，另一方面，有利于提高胶水填充效率，提高
OLED显示器件的封装效率。
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